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林志隆｜成功大學電機工程學系

成功大學電機工程學士，臺灣大學電機工程碩士、博士，現為成功大學電機工程學系特聘教

授暨系主任。曾服務於明碁電通公司無線通訊事業處、絡達科技公司數位IC設計部門、友達

科技公司等。

研究領域

顯示器電路設計、前瞻智慧醫療顯示技術開發、生醫電子系統

薛元毓｜成功大學醫學系外科

成功大學醫學系學士，成功大學臨床醫學研究所碩士、博士，現為成大醫學院醫學系外科臨

床副教授與成功大學附設醫院整形外科主治醫師。曾為加州大學洛杉磯分校生物工程學系訪

問學者與東京大學附設醫院整形外科研究員。

研究領域

傷口癒合與疤痕、周邊神經再生、電刺激、幹細胞、再生醫學

指導教授指導教授
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隊伍名稱｜快快好
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隊　　長｜吳孟軒 / 成功大學電機工程研究所

隊　　員｜陳佳辰 / 成功大學電機工程研究所

鄭青宇 / 成功大學電機工程研究所

蔡崇德 / 成功大學醫學系

基於多光譜光源血氧影像偵測之傷口
癒合分析及預測系統
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隨著臺灣老年人口數量的成長，高齡醫療照護的相關需
求也隨之增加，其中慢性傷口是目前醫療院所中棘手的
議題，此類傷口需長期監控並給予合適的治療，否則可
能導致嚴重的併發症，例如截肢和敗血症。然而，傳統
慢性傷口診斷方式為透過醫生視診判斷或可見光影像辨
識，僅能看到傷口表面狀況，且容易受到醫師主觀的意
識影響，導致不同的判斷結果。

為了解決前述的問題，我們提出了基於多光譜光源血氧
影像偵測之傷口癒合分析及預測系統，其系統架構如圖
一所示，包含多光譜光源成像系統、使用者控制介面與
雲端網頁平台。我們的系統透過多光譜光源照射傷口組
織，藉由血氧濃度演算法與人工智慧模型輔助醫師判斷
傷口皮下血氧分布與癒合階段等資訊，並結合雲端顯示
平台，達到遠端醫療功能。

本系統已完成多次小鼠動物實驗以觀察開放性傷口在恢
復過程中的血氧值變化，同時使用市售醫療儀器-雷射都
卜勒血流儀進行驗證比對，其結果顯示本系統可比雷射
都卜勒更明顯觀察到傷口皮下組織血液循環的變化，有
助於傷口癒合階段的分析。經由動物實驗驗證後，本系
統目前已於合作醫院進行臨床病患收案，其中包含多種
不同慢性傷口，如糖尿病傷口、壓力性褥瘡與靜脈鬱滯
性潰瘍，收集多次回診的傷口影像以觀察傷口癒合狀
況，並作為傷口癒合預測演算法的訓練資料。圖二為本
系統之傷口癒合辨識演算法架構與臨床案例圖，本系統
之演算法可分為三個階段，分別為傷口偵測、組織辨識
與癒合分析。在傷口癒合分析的階段，本演算法導入血氧
與組織辨識結果之相關特徵以判斷傷口未來是否會癒合。

本系統除了可提供醫療人員傷口皮下組織血氧濃度資訊
以了解傷口處的血液循環狀況，更可透過人工智慧演算
法自動辨識傷口的大小、組織以及未來癒合狀況分析，

提供醫療人員更全面的傷口資訊以執行診斷，能幫助慢
性傷口病患加快傷口的恢復速度與降低就診檢查的頻
率，減少醫療體系與病患的負擔。

圖一 基於多光譜光源血氧影像偵測之傷口癒合分析及預測系統架構圖。


